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二、说明、目录、图表目录

 IGBT（InsulatedGateBipolarTransistor），即绝缘栅双极型晶体管。IGBT是一种由双极性晶体

管（BJT）和绝缘栅场效应管（MOSFET）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼

并了BJT的导通电压低、通态电流大等优点和MOSFET的开关速度高、控制功率小等优点

。IGBT作为能源转换和传输的核心器件，具有高效节能、高电压、大电流、高频率和易于开

关等性能，适用于各类需要交流电和直流电转换及高低电压转换的应用场景，可提高用电效

率和质量。

随着近年来我国IGBT行业的不断发展，我国IGBT的产销量规模也随之不断增长，现如今，我

国已经成为全球最大的IGBT市场。2024年，我国IGBT市场规模约为229.3亿元。2024年，我

国IGBT产量为2580万只，同比增长27.7%；需求量为13200万只，同比增长20%。  

从我国IGBT专利情况来看，2024年以来，我国IGBT相关专利申请数量有所下滑，但整体专利

数量仍处于高位。2024年我国IGBT相关专利申请数量为3330项，较2024年下降1184项。  

未来，随着折旧带来的替换市场、电气化程度加深带来的新增市场以及供需格局带来的价格

增长，IGBT的发展空间十分广阔。此外，随着我国IGBT产业成熟度的增加，国内IGBT厂商

将迎来黄金布局时期。  

2024年3月，国务院发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年

远景目标纲要》，其中提出瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物

育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目

。在集成电路领域，提出集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统

（MEMS）等特色工艺突破。2024年6月28日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，

提出加快关键部件创新突破，开展动力蓄电池、超级电容器、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）

模块等标准制修订。2024年11月，中央网络安全和信息化委员会印发了《&ldquo;十四

五&rdquo;国家信息化规划》，其中明确指出加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存

储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅

双极型晶体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺突破。  

中企顾问网发布的《2025-2031年中国绝缘栅双极晶体管（IGBT）行业分析与发展趋势研究报

告》共十一章。首先介绍了IGBT行业的相关概念情况，接着分析了功率半导体产业的发展状

况；然后，报告对IGBT行业的发展环境、运行情况和IGBT技术发展情况作了详细分析，并重

点介绍了IGBT产业链上下游几个重要的市场；接下来，报告对国内外重点企业经营状况进行

了详细分析；最后，报告重点分析了IGBT行业投资情况，并对其未来发展前景进行了科学合

理的预测。  



本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会

、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰

富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想

对IGBT行业有个系统深入的了解、或者想投资IGBT行业，本报告将是您不可或缺的重要参考

工具。  
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